
Title (en)
Method for producing products comprising copper or copper alloys for electric applications and product

Title (de)
Verfahren zur Herstellung von Produkten, die Kupfer oder Kupferlegierungen aufweisen, für elektrische Anwendungen und Produkt

Title (fr)
Procédé de fabrication de produits comprenant du cuivre ou des alliages de cuivre pour applications électriques et produit

Publication
EP 2465624 A1 20120620 (DE)

Application
EP 11006401 A 20110804

Priority
DE 102010056146 A 20101220

Abstract (en)
The method for preparing products comprising copper or copper alloys for electrical applications, comprises melting the copper or copper alloy,
adding the melt to a casting mold (7), and applying to the product. The copper alloy has a melting point of higher than 1035[deg] C. A cooling rate of
the melt is greater than 102 K/s, and the molten material is overheated to 15-20% of its melting point. The deoxidation of the melt is carried out with
a deoxidizer. The casting mold consists of materials having an average thermal conductivity of greater than 100 W/(m.K). The method for preparing
products comprising copper or copper alloys for electrical applications, comprises melting the copper or copper alloy, adding the melt to a casting
mold (7), and applying to the product. The copper alloy has a melting point of higher than 1035[deg] C. A cooling rate of the melt is greater than 102
K/s, and the molten material is overheated to 15-20% of its melting point. The deoxidation of the melt is carried out with a deoxidizer. The casting
mold consists of materials having an average thermal conductivity of greater than 100 W/(m.K), where the thermal conductivity prevents a crack
formation in the mold. The casting material is melted under a protective gas atmosphere. Inner sides in the mold coming into contact with the molten
casting material are provided with a coating. A metallurgical connection between the material of the mold and the casting material is prevented. The
molten casting material is introduced by a pressure casting process, centrifugal casting or sand or gravity die casting. The casting material is melted
in an induction furnace, an electric resistance furnace or in a gas-heated furnace.

Abstract (de)
Bei diesem Verfahren wird Kupfer oder eine Kupferlegierung geschmolzen und in einer Gießform (7) am Produkt angebracht. Hierbei werden
Kupferlegierungen mit einem Schmelzpunkt höher als etwa 1.035°C verwendet. Die Abkühlgeschwindigkeit der Schmelze ist nicht kleiner als etwa
10 2 K/s. Das geschmolzene Material wird nicht mehr als etwa 15% bis etwa 20% seines Schmelzpunktes überhitzt. Die Temperaturüberhöhung der
Schmelze des Gussmaterials wird niedrig gehalten, so dass nur wenig Energie zum Schmelzen erforderlich ist. Aufgrund der Temperaturüberhöhung
besteht ausreichend Zeit für die Schmelze, die Hohlräume in der Gießform (7) vollständig zu füllen. Der hohe Abkühlgrad in Verbindung mit
der geringen Temperaturüberhöhung führt dazu, dass im erstarrten Gussmaterial nur eine sehr geringe Zahl von Poren auftritt. Das mit dem
Gussmaterial versehene Produkt zeichnet sich daher durch hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften aus.
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